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强磁场对不同厚度 Fe80Ni20薄膜的微观结构及

磁性能的影响*
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有无 6 T强磁场条件下利用分子束气相沉积方法制备了不同厚度的 Fe80Ni20 薄膜. 研究发现,薄膜的面内矫顽

力随厚度增加而降低且符合 Neel理论;矩形比随厚度的增加先快速增大后缓慢降低; 6 T磁场抑制了颗粒团聚及异

常长大,并降低了薄膜表面的粗糙度,这使薄膜的矫顽力要小于无磁场作用的薄膜,矩形比大于无磁场作用的薄膜;

而且薄膜在垂直于基片表面的 6 T磁场作用下由 0 T下的面内磁各向异性转变为磁各向同性.
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1 引 言

Fe-Ni及 Fe-Ni基合金薄膜是传统的软磁材料,

它们具有高的饱和磁化强度、低的矫顽力、高的

磁化率及低的磁损耗等特点,因此被广泛应用于磁

头、微机电系统及磁传感等方面 [1−3]. 功能器件

使用的薄膜材料大多数是多层材料,每层薄膜在实

际应用中起到不同的作用,每层功能薄膜之间需要

一层阻挡层来阻挡功能薄膜之间的相互作用. 然

而功能薄膜由于基片与自身结构的影响往往需要

达到一定的膜厚才能具有优良的性能. 如果功能

薄膜较厚, 那么也需要较厚的阻挡层, 这样就会使

得薄膜的整体厚度增加, 不利于降低生产成本, 也

不利于减小器件的尺寸与重量. 因此, 希望制备出

较薄的具有优良磁性能的功能薄膜,这样就可以解

决上述存在的问题. 而且, 不同厚度的薄膜性能往

往是不同的,这是因为薄膜的厚度会对结晶度、晶

粒尺寸、粗糙度及薄膜与基片之间的应力等造成

影响.因此研究薄膜厚度对软磁性能的影响是十分

必要的.

在实际应用中,人们希望进一步降低薄膜的矫

顽力,提高它们组成的器件的综合性能.因此,研究

者们总想通过常规的磁性薄膜制备手段 (脉冲激光

沉积、电沉积、化学反应沉积及磁控溅射等)结合

不同的磁场来提高薄膜的磁性能 [4−9]. 由于超导技

术的迅速发展,在实验室获得依托于超导技术的强

磁场变得越发容易,这促进了强磁场在材料科学方

面的应用 [10−13]. 近些年, 强磁场对非金属材料及

金属材料作用的新奇现象不断被发现 [14−17],并且

关于强磁场科学方面的模拟研究也发展迅速 [18].

然而, 大多数实验现象的发现主要是针对于块体

材料 [19,20], 对小尺度二维薄膜的研究较少 [21]. 目

前,强磁场对于纳米尺度材料的影响规律与机理尚

未明确. 因此, 本研究提出在强磁场下高真空环境

中分子束气相沉积 Fe-Ni纳米级薄膜,主要研究强

磁场对不同厚度薄膜的微观结构及磁性能影响,以

期对日后研究强磁场作用于纳米级甚至于原子级

别材料奠定实验基础,并且为强磁场下材料制备新

理论提供证据.
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2 实验过程

分子束气相沉积装置放入强磁场腔内,并且与

强磁场装置固定在一起. 实验装置主要由超导磁

体、真空系统、加热 Fe和 Ni源及基片等构成,其

设备结构可以参见文献 [22, 23]. 真空抽气装置采

用机械泵和分子泵组合方式,真空腔的真空度可高

达 10−5 Pa. 加热源成空心长管状,中心放有氧化铝

坩埚.将纯度为 99.999%的纯铁和纯镍经过电弧熔

炼制备成成分为 Fe80Ni20 (原子比)的块体,放入氧

化铝坩埚中, 进行单源加热蒸发. 基片选择 10 mm

× 10 mm × 0.8 mm的石英基片. 基片与加热源的距

离是 20 cm. 在沉积过程中,基片温度保持在 25 ◦C.

基片位置在超导强磁场最强处 (6 T),磁场的方向垂

直于基片表面. 在镀膜之前,基片在 350 ◦C温度下

进行烘烤 1 h,主要目的是去除基片表面的水汽.

薄膜的成分通过 Nova NanoSEM 430 设备的

X- 射线电子能谱 (EDXS) 面扫描确定. 用 dek-

tak150 型台阶仪和 SUPRA35 扫描电镜对薄膜厚

度进行了测量. 用 DMAX2400 型 X- 射线衍射仪

(XRD)设备对薄膜的相组成和取向进行了分析,步

长为 0.04◦/min, 铜靶波长 λ = 0.154 nm. 用 Digital

instruments Nanoscope IIIa型原子力显微镜 (AFM)

观测薄膜表面形貌. 用 Lakeshore 7407型号振动样

品磁力计检测研究了不同条件下制备的薄膜的磁

性能.

3 实验结果与讨论

通过 EDXS的检测,确定不同条件下薄膜的成

分都为 Fe80Ni20 (原子比), 实验结果表明强磁场对

薄膜成分无影响.通过台阶仪与扫描电镜分别检测

了薄膜的厚度,不同测量方法结果基本一致,有无 6

T磁场下制备了厚度分别为 21, 45, 90及 235 nm的

薄膜,测量误差为 ±2 nm.

对垂直于薄膜方向的磁滞回线进行了测量 (如

图 1所示),结果表明在垂直于膜面方向的外场达到

1000 Oe (1 Oe = 79.5775 A/m) 时, 薄膜达到饱和,

但矫顽力远高于面内方向的矫顽力,表明垂直方向

是薄膜的难磁化轴方向,这是由于薄膜在垂直方向
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图 1 有无 6 T磁场作用下不同厚度 Fe80Ni20 薄膜的面外磁滞回线 (a) 21 nm; (b) 45 nm; (c) 90 nm; (d) 235 nm
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上具有很大的退磁场造成的. 而在面内方向上外场

为 100 Oe足以使薄膜达到饱和 (如图 2所示),这表

明薄膜的易轴方向在面内. Fe-Ni薄膜在应用过程

中主要应用的是易轴方向的磁性能,因此本文着重

讨论薄膜面内的磁性能.图 2为有无 6 T磁场作用

下不同厚度 Fe80Ni20 薄膜的面内磁滞回线,其中外

场与易磁化轴之间的夹角为 0◦和 90◦.
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图 2 有无 6 T磁场作用下不同厚度 Fe80Ni20 薄膜的面内磁滞回线 (a) 0 T; (b) 6 T

从图 2 中可以发现, 随厚度的增加, 薄膜的矫

顽力与饱和场都显著地降低. 而且薄膜在 6 T磁场

作用下由面内磁各向异性转变为面内磁各向同性,

薄膜的矫顽力显著降低, 矩形比提高. 不同实验条

件下, Fe80Ni20 薄膜矫顽力与矩形比的统计结果如

图 3所示. 从图 3中可以发现,随厚度的增加,薄膜

的矫顽力逐渐降低 (图 3(a)),矩形比先快速增加,当

厚度达到 90 nm后,矩形比开始缓慢降低 (图 3(b)).

6 T磁场下薄膜的矫顽力与矩形比随厚度的变化趋

势与无磁场情况相同. 但是在 6 T 磁场作用下, 相

同厚度的条件下,薄膜的矫顽力降低,矩形比提高.

根据 Neel理论 (4/3法则)[24], Hc = ctn,这里 c是常

数, n = −4/3. 该理论认为在薄膜厚度小于或者比

得上畴壁厚度 (dw, dw = πLex, Lex 是相互交换作用

长度)时矫顽力随膜厚增加而减小, 即矫顽力将随

膜厚的 −4/3指数而变化. 对于 Fe-Ni薄膜, Lex 大

约为 100 nm[25],算得 dw大约为 314 nm. 因此,本研

究在不同条件下的薄膜厚度都满足 Neel 理论. 然

而,很多实验证明了 n值能变化在 −0.3与 −1.5之

间 [26], Tabakovic等 [27]电沉积制备的 Fe-Ni薄膜的

n 值为 −0.55. 图 3(a) 对 Fe-Ni 薄膜的矫顽力和膜

厚进行了拟合. 结果表明, 矫顽力与膜厚之间的关

系符合 Neel的理论.无磁场情况下, n = −0.40; 在

6 T 磁场作用下, n = −0.42. 我们的沉积条件都为

气相沉积, 材料特性也相同, 因此实验 n 值变化较

小. Tabakovic 等指出 n 值依靠沉积条件与材料的

特性 [27]. 而且 Tabakovic等 [26]和 Lloyd等 [28]也指

出 n值与基片粗糙度有关,我们选用的都是相同粗

糙度的石英基片, 这也证实了 n 的变化应该很小.

然而 Lloyd等同时指出 c值与薄膜的表面粗糙度有

关, c值将随薄膜表面的粗糙度增加而显著地增加.

我们用 AFM对薄膜检测的结果表明 6 T磁场作用

下, 在相同薄膜厚度条件下, 薄膜的表面粗糙度降

低 (这一点下面将着重阐述), 因此我们拟合的 6 T

曲线 c值 (47.05)小于无磁场条件的 c值 (74.73).

不同厚度的 Fe80Ni20 薄膜的 XRD 表征结果

如图 4 所示. 可以发现, 薄膜由 α 相组成, 薄膜沿

α(110)优先生长. 而且,随薄膜厚度的增加,薄膜的
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α(110)衍射峰强度逐渐升高和半高宽减小,这意味

着薄膜的结晶度在不断地提高. 插图为 2θ 范围在
40◦—50◦ 的放大图,其中 α(110)峰位置为 44.645◦.

当薄膜厚度大于等于 90 nm时,薄膜的衍射峰强度

最大的位置偏离 44.645◦. 这意味着薄膜此时具有

一定的内应力.
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图 3 Fe80Ni20 薄膜矫顽力 (a)及矩形比 (b)与膜厚之间的关系

进一步用公式 ε = (a−a0)/a0来计算薄膜的内

应力,这里, ε 是均匀内应力, a是 Fe-Ni薄膜计算的

晶格常数, a0 是块体 Fe-Ni 合金 α 相的晶格常数,

a0 = 0.2868 nm,计算结果如表 1所示. 结果发现,薄

膜的应力属于压应力,这可能与石英非晶基片及低

的沉积温度等因素有关. 随着薄膜厚度的增加, 压

应力的值变大, 这与薄膜结晶度提高, 薄膜与非晶

基片之间的相互作用增强有关. 更为重要的是 6 T

磁场可以显著地降低薄膜的内应力.
有无 6 T 磁场厚度为 21 nm 和 235 nm 的

Fe80Ni20薄膜的 AFM检测结果如图 5所示. 量程 Z

值都为 20 nm,图 5(a)—(d)范围为 5 µm×5 µm,图

5(e)为图 5(d)的局部放大图,范围为 1 µm× 1 µm,

图中的插图为线粗糙度, 这里 Ps 代表团聚后的颗

粒尺寸. 从图 5(a) 中可以看到 “菜花” 状的团聚颗

粒, 每个大颗粒由细小的晶粒组成. 相同沉积时间

下, 6 T磁场抑制了小晶粒的团聚,大颗粒明显减少.

6 T磁场作用下, 21 nm厚的薄膜的表面相当平滑,

颗粒团聚异常长大现象被抑制.对样品进行了小范

围 (1 µm × 1 µm)的检测,如图 5(e)所示. 此时,薄

膜由 39 nm大小的颗粒堆叠成的连续膜.

表 1 有无 6 T磁场不同厚度的 Fe80Ni20 薄膜的结构参数

实验条件 晶格常数 a/nm 均匀内应力 ε /%

0 T-235 nm 0.2835 −1.15

6 T-235 nm 0.2854 −0.49

0 T-90 nm 0.2854 −0.49

6 T-90 nm 0.2863 −0.17
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图 4 有无 6 T磁场作用不同薄膜厚度的 Fe80Ni20 薄膜 XRD
结果,插图为 2θ 范围在 40◦—50◦ 的放大图

6 T磁场使颗粒细化的同时, 也降低了薄膜的

粗糙度,因为薄膜的粗糙度和颗粒尺寸有一定的关

系. 颗粒尺寸与粗糙度之间的关系如图 6 所示, 表

明颗粒尺寸越大,薄膜的粗糙度也越高.

总体来说,薄膜的内应力、结晶度、颗粒尺寸

与分布及表面粗糙度都会影响软磁性能. Fe80Ni20

薄膜的平均磁致伸缩系数是大于零的,在磁化过程

中,压应力与正的磁致伸缩相互作用将导致磁化困

难,增加矫顽力. 因此, 6 T磁场降低压应力,这对降

低薄膜的矫顽力起到了促进作用. 薄膜随厚度的增

加, 软磁性能得到了提高, 这与薄膜结晶度的提高

是密不可分的. 而且我们在之前的研究中也考虑到

结晶度的提高会改善薄膜的磁性能 [23]. 在相同膜

厚条件下, 6 T磁场使得薄膜的软磁性能提高的原

因是 6 T磁场抑制了颗粒的团聚和异常长大,使薄

膜粗糙度降低.
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图 5 有无 6 T磁场不同厚度的 Fe80Ni20 薄膜的 AFM结果 (a) 0 T, 235 nm; (b) 6 T, 235 nm; (c) 0 T, 21 nm; (d) 6 T, 21 nm;
(e)为图 (d)的局部放大图
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图 6 颗粒尺寸与粗糙度之间的关系

4 结 论

在基片温度为 25 ◦C时,在有无 6 T强磁场下,

利用分子束气相沉积制备了不同厚度的 Fe80Ni20

薄膜的实验, 考察了薄膜的微观结构和磁性能. 研

究发现:

1)有无 6 T磁场薄膜都沿 α(110)方向生长,随

薄膜厚度的增加, 薄膜的结晶度提高, 薄膜的矫顽

力降低,矩形比呈现先快速增加后缓慢降低的趋势;

2)在 6 T强磁场作用下,在相同厚度的情况下,

薄膜的矫顽力降低, 矩形比增加, 薄膜由面内磁各

向异性转变为面内磁各向同性,这是由于 6 T磁场

抑制了颗粒团聚和异常长大,使薄膜的粗糙度降低.
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Abstract
Fe80Ni20 thin films with different thickness values are prepared by the molecular beam vapor deposition technique, respectively,

in the cases with applying no magnetic field and with applying a 6 T magnetic field perpendicular to the surface of substrates. Film
property studies show that as film thickness value increases, the coercive force in-plane decreases, which is in accordance with Neel
theory, and that the squareness ratio first quickly increases, and then slowly decreases. The 6 T magnetic field restrains coalescence
and abnormal growth of grains, and reduces surface roughness. Therefore, with 6 T magnetic field applied during the film preparation,
the coercive force of thin film is less and the squareness ratio is larger than that with no magnetic field applied. The thin films are
anisotropic in-plane with applying no magnetic field, but isotropic with applying a 6 T magnetic field.

Keywords: high magnetic field, vapor deposition, microstructure, magnetic properties

PACS: 75.50.−y, 81.07.Bc, 81.15.Dj, 81.15.−z DOI: 10.7498/aps.62.227501

* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51101034, 51061130557, 51101032) and the Fundamental Research
Funds for the Central Universities, China (Grant Nos. N120509001, N120609001).

† Corresponding author. E-mail: wangq@mail.neu.edu.cn

227501-7


